证券代码：688049                             证券简称：炬芯科技  
炬芯科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
	投资者关系活动类别
	√特定对象调研        □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观            √电话会议
□其他

	参与单位名称
		APS
	东方证券
	上海五地

	BOCI PRUDENTIAL 
	工银理财
	拾贝投资

	BOYU CAPITAL
	光大证券
	天风自营

	CoreView Capital
	瀚亚投资
	西南证券

	D.E.Shaw
	华安基金
	信达澳亚

	FOUNTAINCAP
	华盖资本
	兴业证券

	GRAND ALLIANCE
	华杉投资
	旭辉资产

	J.P.Morgan
	华商基金
	银华基金

	NEUBERGER BERMAN
	华泰证券
	圆石投资

	PINPOINT
	嘉实基金
	云杉常青

	PLEIAD
	交银施罗德
	长城财富保险

	SB SCHONFELD 
	金石投资
	招商证券

	UBS O'CONNOR
	泉果基金
	中庚基金

	宝盈基金
	人保资管
	中金公司

	彼得明奇
	融煜创投
	中新融创

	博时基金
	瑞华控股
	中信证券

	创富兆业
	睿智金融
	中银基金

	达昊投资
	三井住友德思
	中胤信弘

	东方阿尔法
	　
	　




	会议时间
	2025年01月02日-01月20日

	会议地点
	线上会议；公司会议室

	上市公司接待人员姓名
	董事会秘书：XIE MEI QIN
证券部：程奔驰

	投资者关系活动主要内容介绍
	经营情况简介
炬芯科技是国内领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。公司目前主要产品广泛应用于蓝牙音箱、智能手表、无线家庭影院、无线电竞耳机、无线收发dongle、无线麦克风、蓝牙耳机、蓝牙语音遥控器及低功耗端侧AI处理器等领域。
2024年前三季度，公司实现营业收入4.67亿元，同比增长24.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,091.27万元，同比增长51.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,802.64万元，较上年同期增长31.23%。综合毛利率47.13%，较去年同期增加4.09个百分点；报告期内，公司研发投入合计1.6亿元，同比增长33.76%。
Q1：前三季度营收增速较高的产品是哪些？
答：公司增速较快的是蓝牙音箱SoC芯片、低延迟高音质无线音频SoC芯片和端侧AI处理器芯片产品。其中：在蓝牙音箱市场，公司在以哈曼、SONY等为代表的国际一线品牌持续提升渗透率，获得了稳健的增长；在低延迟高音质无线音频芯片市场，公司把握无线家庭影院音响系统、无线电竞耳机、无线麦克风市场有线转无线化的趋势，取得了同比显著增长；在端侧AI处理器市场，公司突出在低功耗下提供大算力的特点，为客户提供优秀的解决方案，产品出货量实现了倍数提升。
Q2：公司对于收并购的方向和规划是什么？
答：收并购是国内外上市公司实现增长的一个重要途径，近期相关政策的出台也体现出监管层对上市公司使用收并购工具的支持。公司会从标的资产的协同效应、市场规模以及增长前景等多个角度对潜在的标的资产进行评估筛选，后续如涉及相关重大事项，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
Q3：公司的市场竞争优势和市占率目标是什么？
答：公司拥有深厚的技术积累，核心技术涵盖了高性能音频ADC/DAC技术、高性能低功耗的蓝牙通信技术、高带宽低延迟私有无线通信技术、高集成度的低功耗技术、高音质体验的音频算法处理技术等。我们坚持以优越的性能规格、完备的服务支持以及稳定可靠的质量控制，持续提升在国际头部音频品牌的渗透率，同时在产品规划和技术迭代上也与大客户做到同频共进。从去年以来，公司采取了大客户战略，聚焦资源不断提升在品牌客户的市场占比，中期目标是在现有基础上实现倍数的提升。
Q4：客户集中度变化以及带来的效果如何？
答：过去的一年时间，公司在经营过程中做到了更多的聚焦，客户集中度得到了较为明显的提升，国际一线品牌客户在营收贡献比例上逐步增加。相应的，我们和一线品牌客户的合作达到了预期的目标，一方面订单的能见度更加清晰以及稳定性更强，另一方面我们的研发团队也在合作交流中，共同探索并引领所在领域的技术创新和规格指标。
Q5：公司三核架构产品的主要应用场景？目前的进展如何？
答：公司已正式发布最新一代基于SRAM的模数混合存内计算的端侧AI音频芯片，采用CPU+DSP+NPU三核异构架构，可在更低功耗下提供更高算力，同时兼具更低的延迟和增强的安全性，将在音频应用和端侧AI中发挥重要作用。产品共包括三个芯片系列：第一个系列是ATS323X，面向低延迟私有无线音频领域；第二个系列是ATS286X，面向蓝牙AI音频领域；第三个系列是ATS362X，面向AI DSP处理器领域。目前部分客户已接近终端产品量产阶段。
Q6：公司基于新架构的产品ASP会有多少提升，大概什么时候可以贡献营收？
答：公司基于三核AI异构的芯片采用了更加先进的工艺制程，相较公司现有产品可以在现有功耗水平下提供几十倍至上百倍的算力提升，而相较于市场上主流的NPU产品能效比可以提升至少三倍以上，相较于主流的DSP产品在功耗方面能降低接近90%。因此在价格上相较公司上代产品也会有十分明显的提升，有望在明年贡献营收。
Q7：三核架构除了对当前的场景的应用，未来会拓展在哪些潜在的领域？
[bookmark: _GoBack]答：基于SRAM的模数混合存内计算技术路径下的端侧AI音频芯片平台具有非常广阔的应用前景，主要可以覆盖语音与音频、视觉识别以及健康类监测等相关应用场景，并且可实现端侧AI解决方案的快速落地。公司也将积极打造AI开发生态，借助炬芯完整工具链轻松实现算法的融合，帮助客户迅速地完成产品落地，助力AIoT产品AI化的不断演进。
Q8：研发人员以及研发支出的变化趋势？
答：技术研发是公司业绩增长的重要驱动力，而公司在取得业绩增长的同时也会持续加大研发投入，因此研发团队以及研发支出会相较去年同期有所增长，这个趋势将会继续保持。
Q9：公司在新品研发方面的进展如何？
答：公司持续对各产品线进行研发迭代，尤其是基于SRAM的模数混合存内计算的三核AI异构也将助力公司围绕AIoT领域应用的落地持续推出更有竞争力的新品。新品研发周期大概为一年半至两年，当在研产品达到相应节点后，公司会向市场公布新品的型号规格。
Q10：端侧AI处理器目前的落地场景? 
答：公司的端侧AI处理器芯片当前主要应用在音频市场，相应的场景包括人声分离、AI智能降噪等，公司发挥自身技术优势，可以为端侧产品提供低功耗下的AI算力，打造AI算力平台，将逐步拓展至音频之外的更多场景应用。
Q11：公司预期下一个具有较大潜力的品类和市场是什么？
答：在公司重点布局的低延迟高音质无线音频芯片市场，我们可以观察到无线家庭影院音响系统有望为公司带来较大的增长动力。目前我们已和电视机主机厂商合作推出了具有竞争力的产品解决方案，面向的客户主要在欧美市场，随着内容端的日益丰富，消费者接受程度会进一步提升，公司将受益于家庭影院音响系统的无线化进程。
此外，随着AI技术向端侧设备的不断演进和落地，AIoT设备对于端侧AI处理器的需求也将呈现加速上升的趋势。针对端侧AI市场，公司认为采用存内计算的技术路径是满足端侧AI低功耗、大算力、高安全性等需求的有效手段。我们已正式发布最新一代基于SRAM的模数混合存内计算的端侧AI音频芯片，采用CPU+DSP+NPU三核异构架构，将以优异的产品性能大力挖掘市场需求。
Q12：海外品牌客户对于公司的销售收入贡献是趋势？
答：从终端品牌的贡献来看，海外收入占比的提升是较为明显的，这更多是我们大客户战略与海内外市场复苏节奏差异在公司经营结果上的反映。公司将会继续深耕海内外头部品牌客户，力求清晰可见的增长空间和稳健的业绩增长。

	是否涉及应当披露重大信息的说明
	不涉及

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2025年01月23日



